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and a collective method for making such
components. The component comprises a
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circuit covering the whole of the first layer
and conductive via holes running through .
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(57) Abrégé

L’invention concerne tn nouveau type de composants 4 ondes de swface, encapsulés et un procédé collectif de fabrication de tels
composants. Le composant comprend un dispositif 2 ondes de surface & la surface d’un substrat; le boftier d’encapsulation comprend
outre le substrat, une premiére couche située sur le substrat et évidée localement au moins au niveau de la surface active du dispositif 2
ondes de surface, un circuit imprimé recouvrant I'ensemble de la premidre couche et des vias conductenrs traversant I'ensemble premitre
couche/circuit imprimé, de maniére A assurer la connexion Electrique du dispositif & ondes de surface depuis I'extérieur.




